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概    要

高強度高機能材料である繊維強化プラスチックFRPの廃材を精密加工法の一つである研削加工プロセスを応用してリサイク
ル可能にする技術の開発を行っています。固体材料は、粒径10μm以下の微粒子に変形すると、物理的および化学的特性
が大きく変わり、場合によっては正反対の特性を示すようになります。
図１は、本研究で構築したFRP廃材のワンパスドライ微粒子化システムの基本構成を示しています。このシステムにおいて、
加工点冷却のために準冷風供給装置を組み込むことにより、処理速度30kg/hrでFRP廃材を微粒子化できるようになりまし
た。図２は、このシステムを用いて得たFRP微粒子とその機能性の付与の結果を示しています。同図（a）に示すように、FRP廃
材は粒径10μm以下の微粒子に変わり、元のFRP材料に無かった水中分散性という新しい特性を得ました。同図（b）は、その
特性を活かしてFRP微粒子に金属めっきを施し軽量導電性微粒子へと生まれ変わらせた結果を示しています。このほかに
も、樹脂やセメントへの添加や研磨剤としての応用など、さまざまな機能性の可能性が期待されています。

 

図1 FRP廃材のワンパスドライ微粒子化システム

 

図2 FRP廃材の機能性微粒子化

応用例

上述のようにFRP廃材を軽量導電性微粒子へと変えると、たとえば携帯電話などに用いられる樹脂製の筐体に含有させるこ
とにより金属部品を使わずに電磁遮蔽性を樹脂筐体そのものに付与することができます。また、研磨剤として用いると、昨今
のレアアースのような地政学的な問題に影響されずに、廃材をリサイクルことで対応が可能になります。

今後の発展性

現在は、グラスファイバを複合したGFRP廃材を対象にしていますが、航空機B787に使われたことで急速に適用が広がって
いるカーボンファイバを含むCFRPのリサイクルにも適用できると考えられます。さらに、一般の樹脂材料の微粒子化によるリ
サイクルの可能性もあり、今後は各種材料への適用可能性を探りたいと思います。

研究設備

平面研削盤、準冷風供給装置、サイクロン分粒機、微粒子収集装置、走査型電子顕微鏡（SEM）、画像処理式粒子分布解析ソ
フトウェアなど

共同研究・外部機関との連携への期待

既に100kg/hrの処理速度を実現するリサイクル専用微粒子化装置の基本設計を終えています。「微粒子化によるFRP廃材リ
サイクルプロセスの開発」に関する産官学の連携研究を実施することが可能です。
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